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科技园公司历届最大规模「电梯募投比赛 2024」  

走访四个国际城市广邀全球创新者以香港为跳板 进军中国内地及亚洲 

 

初创企业有机会获得高达 500 万美元创投基金、24 万美元现金奖 

以及不同商业合作与融资机会 

 

• 由科技园公司主办的全球其中瞩目初创盛事「电梯募投比赛 2024」现正接受报名，今

届赛事分为三个组别 — 「金融科技」、「房地产科技」及「物流与出行科技」。 

• 大会将在硅谷、斯图加特、新加坡及香港举行四场区域准决赛，总决赛则于 2024 年 4

月 26 日在香港举行。 

• 电梯募投比赛进一步推向全球地区以吸引顶尖初创企业来参加，正好展现香港作为国

际领先创科枢纽。 

 

 
 

（香港，2023 年 10 月 17 日）— 香港科技园公司（科技园公司）宣布，正式开展第八届全球

「电梯募投比赛 2024」。今届赛事为历年最大规模，并将会在四个国际城市举行准决赛，藉

此吸引世界各地顶尖初创企业参与，一同竞逐由科技园公司旗下的香港科技园创投基金所设，

高达 500万美元的创投基金。作为全港最大型的募投盛事，赛事亦会向各优胜队伍颁发合共24

万美元的现金奖，同时会提供商业配对及融资机会，协助初创企善用香港作为跳板，进军中国

内地，亚洲各地以至其他海外市场。 
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今年科技园公司再度伙拍国际加速器Plug and Play，将年度电梯募投比赛推广至海外地区，并

于2024年1 月至3月期间，在硅谷、斯图加特、新加坡以及香港举行四场区域准决赛，总决赛

就会于2024年4月26日在香港举行。来自全球的中后期初创企业均可报名参加本港或海外的赛

事，争夺72个准决赛席位。最终入围队伍将前来香港，于假香港最高的建筑物西九龙环球贸

易广场顶层的地标「天际100」进行60秒电梯募投，亲身向评审团推介其创新构思。「电梯募

投比赛2024」的所有参赛者均有机会获得香港科技园创投基金高达500万美元的创投基金，同

时亦欢迎其他企业参与共同投资，进一步提高潜在的融资机会。 

 

此外，72 队入围准决赛队伍将可在赛后六个月内享用由科技园公司提供的支持服务，包括商

业配对、投资推荐、成为本地跨行业虚拟实验室（STP Platform）的独家会员、使用共享工作

空间，以及透过本地丰富人才库，联系本港知名大学，当中五所大学在 2024 年 QS 世界大学排

名中位列首 100 位。 

 

由科技园公司主办的全球其中瞩目初创盛事「电梯募投比赛 2024」现正接受报名，今届赛事

分为三个组别 — 「金融科技」、「房地产科技」及「物流与出行科技」，报名期为 2023 年 10

月 17 日至 2023 年 12 月 31 日。总决赛将于明年 4 月 26 日假香港的西九龙环球贸易广场顶层

「天际 100」举行，为一众参赛者呈现真实的电梯募投体验。 

香港科技园公司行政总裁黄克强表示：「我们的电梯募投比赛能进一步推向全球地区，正好展

现香港作为国际领先创科枢纽，并为国际顶尖初创提供在成长过程中所需之重要支持，包括

协助联系企业家、投资者及商业伙伴，以及进入香港最大型的创科生态圈。香港作为大湾区内

最国际化的城市，位处亚洲中心，而「深圳—香港—广州科技集群」亦在世界知识产权组织最

新发布的全球创新指数中排行第二，足以证明我们这座城市是初创企业的理想跳板，让他们更

好把握中国内地以至亚洲及其他市场的融资以及发展机遇。」 

 

科技园公司于香港举办的电梯募投比赛是一项年度旗舰初创盛事，活动云集全球的企业家、科

技专家、投资者、商业伙伴及创科生态圈领袖，一同支持优秀创新者及推动其创新构思的商业

化进程，协助他们在中国内地、亚洲以及其他市场取得成功。「电梯募投比赛 2023」的参赛

企业数目创历届新高，吸引来自 55 个经济体，超过 600 多间企业参赛，并成功将活动打造成

本地最具国际性的募投比赛。为期一天的比赛，为 150 间初创带来企业合作及投资机会，当中

四间入围决赛的初创亦即将落户科学园。 
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「电梯募投比赛 2024」参赛资格： 

• 截至 2024 年 4 月 30 日，成立不超过十年之科技初创企业 

• 其参赛构思必须针对三大科技领域其中之一：「金融科技」、「房地产科技」或「物

流与出行科技」 

 

截止报名日期为 2023 年 12 月 31 日 23: 59（GMT+8）。 

 

如欲了解更多有关「电梯募投比赛 2024」之详情，请浏览 https://epic.hkstp.org/ 。 

 

奖项及奖金 

「电梯募投比赛2024」的所有参赛者均有机会获得香港科技园创投基金所提供高达 500 万美元

的创投资金。 

奖项 现金奖（每队得奖队伍） 

冠军 额外6万美元 

三项科技组别大奖 (金融科技、房地产科技及物流与出行科技) 额外2万美元 

最后12强队伍 1万美元 

 
### 

 

关于香港科技园公司  

香港科技园公司（科技园公司）成立逾 20 年，致力将香港发展成为国际创新科技中心，积极

让本地及全球创新者迈向成功，帮助他们在未来获得更大成就。科技园公司在香港建立了蓬勃

的创科生态圈，过去共支援超过 10 间独角兽企业，亦汇聚超过 13,000 名研究人才，以及超过

1,400 间从事生物医药技术、人工智能及机械人技术、金融科技及智慧城市发展的科技公司。 

 

科技园公司于 2001 年成立，一直大力吸纳及孕育创科人才、加速创科成果商品化，为创业家

的创科路上提供全方位支援。我们建立的创科生态圈持续成长，足迹遍及全港，包括沙田的香

港科学园、九龙塘的创新中心，以及位于大埔、将军澳及元朗的创新园。三个创新园结合创新

元素，朝着香港新型工业化发展方向，重点带动先进制造业、微电子业及生物科技等行业，重

新定位新世代工业。 

 

https://epic.hkstp.org/
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科技园公司透过提供基建设施、支援服务、专业知识及合作伙伴网络，致力令创新科技成为香

港的新经济动力，巩固香港国际创新科技中心的地位，同时借助位处大湾区核心的优势，成为

引领创科发展的重要引擎。 

 

更多有关香港科技园公司的详情，请浏览 www.hkstp.org。 

 

传媒查询，请联络：  

香港科技园公司 

卓以庄 

电话：+852 2629 0155 

电邮：fiona.cheuk@hkstp.org  

爱德曼国际公关公司 

梁爽爽 

电话： +852 2837 4775 / 9684 9460 

电邮：Sonia.Leung@edelman.com/ 

Edelmanhkstppr@edelman.com 
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